OGRENME FAALIYETI- 3

AMAC

Bu 6grenme faaliyetini basariyla tamamladiginizda, biyomedikal cihazlarda elektronik
tiniteleri ayirabilecek, bu tnitelerle ilgili elektriksel 6l¢iim ve testleri yapabileceksiniz.

ARASTIRMA

> Biyomedikal cihazlarin elektronik tinite tamirlerinde kullanilan ortamlar hakkinda
internetten arastirma yapiniz.

» Elektronik unitelerindeki ariza giderme yontemleri hakkinda teknik servis
personeli ile goriiserek, servis el kitaplarini inceleyerek bilgi edininiz.

3. ELEKTRONIK UNITELER

Biyomedikal cihazlarin en 6nemli kisimlarindan biri de elektronik iiniteleridir. Bu
tinitelerin ariza analizlerinde ariza bulma tekniklerinden yararlanilir. Daha 6ncesinde sistem
yaklagimini hatirlatalim. Servis el kitaplarinda elektronik iinitelerin arizalarin giderme
yontemleri agiktir. Ornegin bir goriintiileme cihazi olan Gama iinitesinde elektronik kart
arizast hata kodu ile bildirilir (Bk. Hata Kodlar1 ve Modifikasyon modiilii). Ariza igin
elektronik kartlarin oncelikle kablo baglantilar1 sonra soket ve konnektérleri kontrol edilir.
Arniza giderilememis ise kart degisimi yapilir. Arizali kart yerine yedek ya da servisten temin
edilen kart takilir.

Arnzali kartlar teknik sartnamede ya da garanti belgelerinde belirtilen kurallar
dahilinde onarim goriir. Onarim i¢in gerekli ortam, saglam ya da arizali olan tiim kartlar i¢in
Onemlidir.

3.1. Antistatik Laboratuvar Ortami

Statik elektrik etkisi daha onceki modiillerde sik karsilastigimz bir kavram. Insanin
herhangi bir metalle temas1 esnasinda desarj (ylik bosalmasi) olmasi elektronik {initelerin
tamir, bakim ve kalibrasyonlarinda dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Siirtiinmede iki cisimden biri +, digeri devamli - yiiklenir. Insan ve bir cisim
siirtiiniiyorsa insan devamli + yiik ile yiiklenir. insanlarin statik elektrik yiiklenmesi yiiriime
esnasindaki siirtinmelerden, araglara inip binerken, calistiklari masadan, giymis-¢ikarmis
olduklar1 elbiselerden olabilir. Asagidaki Tablo 3.1’ de insanlarin hareketleri esnasinda
olusan baz statik elektrik miktarlar1 verilmistir.
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Elektrostatik Voltaj

Statigi Olusturan Faktorler
%10-%20 Nem %65-%90 Nem

Hal1 tizerinde yiirtimek 35000V 1500V
V"m}leks kapli zeminde 12000V 250V
yiirliimek

Tezgah tizerinde calisirken 6000V 100V
Vinileks kaplanmig zeminde 7000V 600V
calisirken

Tablo 3.1: insanin hareketleri ile olusan statik elektrik miktarlar:
Statik yiik bosaldiginda malzemede ii¢ sekilde bozulma gergeklesir.
> Malzeme tamamen yanabilir veya calismaz.
> Karakteristigi bozulur.

> Calisma omrii kisalir.

Bu tip malzemelerden bazilarinin bozulma siir1 diyebilecegimiz esik voltajlar1 Tablo
3.2°de gosterilmistir. (Bk. Programlanabilir Tiimlesik Devre Elemanlar1 modiilii)

Malzeme Voltaj Malzeme Voltaj
Mosfet 100V Schottky Diyot 300V
Eprom 100V Film Direng 300V
Jfet 140V Bipolar Transistor 380V
Opamp 190V Scr(Tristor) 680V
Cmos 250V Schottky Ttl 1000V

Tablo 3.2: Elektronik devre elemanlarinin bozulabilecegi esik voltajlar:

Statik elektrik etkisi ile bozulabilecek elektronik malzemelerin uygun kosullarda
kullanimu i¢in, antistatik malzemeleri ve laboratuvar ortamlarini tanimamiz gereklidir.

Antistatik: letkenlerin alan direnci 10°-10° Ohm arasindadir ve hizli desarj saglarlar,
yalitkanlarm alan direnci 10'> Ohm'dan biiyiiktir ve tam bir statik yiik olusturma
kaynagidirlar. Bu malzemelerin diren¢ degerlerinin arasinda kalan, alan direnci 10°-10"
Ohm olan ve istedigimiz &zellikleri bize saglayan malzeme ANTISTATIK malzemedir.
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Malzeme kutular

PCE depolama Raflar

i .

Yiizey Direnci \ Usrart [zaretlen Afigi

Ciligiim Test . /

Cihaz Elekirostatik / Temizlama

T dlglm Cihaz) j:‘ ) o
Artistatik =P GORK
Biileklik we. Eldiven " MasaTipi  Topraklama
= - i <Terminalleri

Topuk Banct v‘ﬁ-_ == ’ . |‘:.-'l:la‘:.-'ZIr ﬁ
Test Cihaz T [ - 4
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ESDr Kart L

Muhafaza Kutusy |

Karuyucu ESD

Paspas =
= 5 l

Flatt Tagima

e T
ESD Anlidi

Bilekik ..

Arntistatik Ayvakkakn

Eutusu
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Antistatik bamagh e
Sandalye

. Crtak

 Topraklama
(‘k\ Hablozu
]
b1

Ao '
= fSaﬁa Servis Kitleri

""/ e
7\ Zemin Ortisl
i

Resim 3.1:Antistatik laboratuvar ortamm

Antistatik bir tamir bakim servisi Resim 3.1°de goriilmektedir. Antistatik ortamdaki
malzemeleri Tablo 3.3 yardimiyla kisaca taniyalim:

Malzeme

Adi

Ozellikleri

o

ikaz etiketleri

> Genellikle statik
dagitkan
Elle ve
makinelerde
kullanilabilir

ozelliklerde

A\

otomatik

Statik dagitkan
eldivenler

Elektrostatik
dagitkan 6zellikli
Genellikle alerji

yapmayan yapi

Yalitimli Torbalar

Dis yiizeyi statik
yalitimli torba
Genellikle aliminyum
alagim

Is1 yalitim

ESD sembollii

vVV V V| V V
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Kopiikler

PE poli-etilen ya da
PU poliiretan kopiik
Elektrostatik
dagitkan

Masa ortiileri

Y

Lehim ve i1sinmalara
kars1 dayanikli
Asinmalara karst
direngli

Sert sentetik kauguk
yap1

Hacimsel iletkenlik

Onliikler

YV 'V V|V V¥V

A\

Statik dagitkan
kumas

Hafif, ferah ve rahat
yapilarda

Camasir makinesinde
yikanabilir
ozelliklerde
Icerisinde karton
lifler bulunduran

Hava iyonlastirma
cihazlari

A\ VYV 'V

YV

Hizli statik hiz diisme
siiresi

Etki alanlari belirli
Emiter nokta
temizleyicisi
icerebilen

Isiticils ve fan
donanimli olabilen
AC teknoloji

Ozon Uretimi vb.
ozellikler icerebilen
yapilarda

Cok amagli kutular

fletken  yogunluklu
malzeme yapisi
Farkl1 boyutlarda
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Temizleme firgalar

Tletken
tutacak
Dogal sa¢ karigimli
iletken fiberler

plastik

VIV V 'V

ESD sembollii
Ayakkabilar F{gg rlzz)lgléé)nlll?n direnci
> Genellikle
o ayarlanabilir
Bileklik ve kablolar1 > A}ierji olusturmayan
> Cit ¢ith
> Halka terminalle
kablolarin
topraklama baglanti
noktasina
baglanmasma  izin
< veren yapilar
Tomk bl o
> Halka terminal
> Her giris icin 1
MOhm direng
yapilarini iceren
ozellikler
>
> Seyyar ekip i¢in
portatif statik
kontrollii istasyon
»  Dayanikl,statik
dagitkan sentetik
malzeme
Servis kitleri > Cepli, antistatik ortii
> Tasima ¢antasi
> Bileklikli spiral kablo
> Topraklama kablosu
> Timsah agizli klip

vb. malzemeleri
iceren kitler
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> Antstatik  ortamlarin
temizlenmesinde
kullanilan temizleyici
1000 cc veya 100cc
boyutlarinda

Temizleyici satilmaktadir.

> Sprey halindedir,
sikilan ylizeyi
antistatik hale getirir.

> Toksik madde
icermez.

Tablo 3.3: Antistatik malzeme ve genel 6zellikleri
3.2. Elektronik Devre Eleman Yapilar

Arizali tinitedeki kartlar, cihaz teknik sartnamelerine gore ya tamamen degistirir ya da
tizerinde izin verilen kisimlar dahilinde tamir ederiz. Ariza analizinde karsilasacagimiz
malzemeleri tantyor olmak tamir i¢in birinci kosuldur.

Daha onceki modiillerde temel devre elemanlarini tanidik ve devre uygulamalari
gerceklestirdik. Karsilagtigimiz elektronik iinitelerde gelismelere paralel olarak farkh
yapilarda entegreler, transistorler, kiliflar tasarlanmistir ve bu tasarimlar giin gegtikge de
cesitlenecektir.

Elektronik kartlara malzemelerin baglantis1  iki tipte gerceklestirilir. Bu
stiflandirmay1 ¢ok karsilastigimiz transistor ve entegreler i¢in agiklayalim:

> Lead Insertion Type: Malzemenin bacaklari, kartin 6n yilizeyinden girip arka
ylizeyinden ¢ikarak lehimle sabitlenen malzemeler denir (Tablo 3.4).

> Surface Mount Type (Yiizey montaj tipi): Malzemenin bacaklari, kartin 6n
ylizeyine lehimlenerek sabitlenen malzemelere denir. Tablo 3.5

Malzemenin Malzemenin Cevre Bacak ..
Gériiniisii Sembol Adi Olgiisii Arahg | Bacak Tipi
TO -92 Transsitor Bakir 1.27 mm Tek
Outline Alasim
Package
“ff' TO —220F | Transsitor Bakir 2.54 mm Tek
] ﬂ] Outline Alasim
ﬁ] | Package

58



] SIP Single In-Line | Bakir 2.54 mm Tek
(il Package Alagim
-\.Ei'; l. 17
="/ VALY Zig-zag In- | 42 Alasim | 1.5 mm Tek
= Line Package
s DIP Dual In-Line | Bakir 2.54 mm Cift
i | Package Alasim
SDIP Shrink Dual In- | Bakir 1.778 mm Cift
1%1-1?i"""" Line Package | Alasim
Tablo 3.4: Lead Insertion Type
Malzemenin Sembol Malzemenin Cevre Bacak Bacak
Goriiniisii Adi Olgiisii Arahgi Tipi
SOT - 89 Small ~ Out | Bakir 1.5 mm Tek Yiizey
Line Alasim
Transistor
TO - 252 Transistor Bakir 2.28 mm Tek Marti
0 Out Line | Alasim Kanat
f\g{;{\ Package
FLP Flat Lead | Bakir 0.5 mm, | Cift Yiizey
Package Alasim 0.65 mm,
0.95 mm
SOT — 23 | Small  Out- | Bakir 0.95 mm Cift Marti
(MTP) Line Alagim Kanat
Transistor
TVSP Thin  Very | Bakir 0.5 mm, | Cift Marti
Small Alagim 0.65 mm Kanat
Package
SSOP Shirnk Small | 42 Alasim | 0.5 mm, | Cift Marti
Outline 0.65 mm, | Kanat
Package 0.8 mm
DMP Dual In-Line | 42 Alasim, | 0.95 mm, | Cift Marti
Mini  Mold | 24 pin | 2.54 mm Kanat
*@ Package Bakir
v Alasim
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SDMP Shrink Dual | Bakir 1.00 mm Cift Marti
In-Line Mini | Alasim Kanat
Mold
Package
SOP Small  Out- | 42 Alagim, | 1.27 mm Cift Mart
Line Package | 24 pin Kanat
Bakir
Alagim
PLCC Plastic Lead | Bakir 1.27 mm Dort J
Chip Carrier | Alasim
PPF Flip-Chip Seramik 0.5 mm Dort
Fine Package | Board Seramik
Board
QFP Quad Flat | Bakir 0.5 mm, | D6rt Marti
Package Alagim 0.65 mm, | Kanat
0.8 mm,
1.00 mm
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-" ey
4.‘,”

o ,

LLp Ball Grid Array TEPBGA Laminate

; [BGA) CSP
FEGA SBGA SHELLOP

) o

Tablo 3.6:Farkh paket o6rnekleri

3.3. Ariza Bulma Teknikleri

Elektronik kartlara miidahale yetkimiz oldugunda karsilasacagimiz ariza gesitlerini
siniflar ve miidahale yontemlerine bir goz atarsak;

Malzeme (komponent) arizalari,

fletim hat problemleri,

Acik/kisa devreler,

Soguk lehimler,

Programli malzemelerin yazilim problemleri olarak ariza tiirlerini
siniflayabiliriz.

VVVVYY

Miidahale yontemleri ise;

> V-1 Empedans Analizi

»  Fonksiyonel Test

> Kisa Devre Testi

»  Programli Malzeme Testi

3.3.1. V-1 Test

Her hangi bir dokiimana ve bilgiye ihtiya¢ duymadan, karta enerji uygulamadan
arizay1 tespit edebilme olarak tanimlayabilecegimiz V-I testi;
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Saglam kartin referans alinarak, arizali kart ile kargilastirilmast,

PCB iizerindeki her tiirlii diyot, direng, transistor, kondansator, trafo, entegre
vb. malzemelerin akim - gerilim (empedans) karakteristiklerinin yansitilmasi,
Degisik gerilim ve frekans seviyelerinde test,

Pasif enerji altinda devre igi test,

Malzeme hatalari, yol kopuklari, acik/kisa devreler, malzemelerdeki deger
kayiplari, yanlis baglantilar vb. arizalarin tespiti

Gerektiginde saglam karttaki bilgilerin bilgisayar ortaminda saklanmasi, bir
daha saglama ihtiya¢ duymadan test yapabilme gibi konulart igerir.

V-1 Empedans analizi bilgisayar destekli analizleri kapsar. Karsilastirmali grafikler
yolu ile arizayr bulmayi amaglar (Sekil 3.1). Bu islemler igin farkli firmalarin test
programlarindan yararlanilir.

VVVVVY

p
Saglam V-1 I
Earakteristiz |

t Farakteristiz

" S

Sekil 3.1: Saglam kart ile arizal kartin karsilastirmasi

DIP

SIP

SOIC

SOP

PLCC

QFP soylenebilir.

Resim 3.2 ve 3.3’ te test cihaz1 ve bir tiretim yerindeki kart empedans test islemini
yapan test robotu goriilmektedir.

™ .

Resim 3.2: PFL V/I test cihazi
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Resim 3.3: Empedans test robotu

3.3.2. Fonksiyonel Test

3.3.3.

Elektronik kartlarda malzemelere gerilim ve sinyaller uygulanarak ¢ikiglarin
kontroliiniin yapildig teste fonksiyonel test denir. Yazilim yardimiyla gerceklestirilen bu tip
testlerin biyomedikal cihazlarda kullanimi yaygindir. Bu test i¢inde yapilan farkli iglemlere
ornek verecek olursak;

YVVV VYV

Malzemeye gerilim uygulayarak test etme,

TTL, CMOS, Analog, Interface, Mikroislemci vb. entegre devrelerin kart
izerinde veya disinda testi,

Ucg terminalli yar1 iletken malzemelerin tetikleme uygulanarak testi,
Araliklarla meydana gelen ve sicakliga bagl arizalarin belirlenmesi,
Parca numarasi silinmis ne oldugu belli olmayan entegre devrelerin, parca
numarasinin belirlenmesi ve muadillerinin bulunmasi,

Bir elektronik karta fonksiyonel testi uygularsak

VVVVYY

Cihaz tizerinden Malzeme/karta uygun gerilim verilir.

Cihaz hafizasindan Test edilecek malzeme P/N gore segilir.

Cihaz ¢ikisindan uygun klip malzemeye takilir.

Yazilim tizerinden test tusuna basilarak fonksiyonel test baslatilir.
Sonug PASS veya FAIL seklinde yazilimdan goriliir.

Test edilen malzemenin pinlerindeki sonuglar analiz ekranindan izlenir.

Kisa Devre Testi

Kisa devre testi tek/¢ift yliz veya ¢ok katli kartlarda;

>
>

Besleme - toprak hatalari,
PCB’lerdeki B U S hatalari,
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> Fazla akim ¢eken malzemeler,
> Kisa devre olmus malzemeler. i¢in uygulanabilir.

Kisa devre test cihazlar ile arizali karta baglantilar yapilir. Cihaz toprak baglantilan
test cihazina baglanir. Cihazdaki pulse probu kart besleme hattina uygulanarak cihaz aktif
konuma gecer. Olas1 ariza durumunda potansiyel fark sifir olur. Biyomedikal cihazlarin
arizalarin giderilmesindeki asamalar1 unutmamak gerekir. Tablo 3.4’te arizali bir entegre
icin uygulanabilecek ariza giderme yontemlerinin akis semasi verilmistir.

Servis el kitaplarindaki islem basamaklar1 bizim i¢in her zaman 6nceliklidir. Ayrica
firmalarla yapilmig garanti sozlesmeleri, teknik sartnameler ve kurum i¢i kurallar meslegin
olmazsa olmazidir.

3.3.4. Programh Malzeme Testi
Eprom, EEprom, Flash, Prom, PLD, GAL, Micro tiiriindeki malzemelerin;

Programlarinin okunmasi,

Program karsilastirmalarinin yapilmasi,

Bilgisayar ortaminda programlarin saklanmasi,

Gerektiginde yeni bir malzemeye program aktariminin yapilmast,
Program yazma / programa miidahale iglemlerini kapsar.

VVVVYY

3.4. Role ve Kontaktor Arizalar:

Role ve kontaktorler, bir elektrik-elektronik devrede sik sik ariza ve problem ¢ikaran
elemanlardandir. Bu elemanlarin devrelerde sik kullanilmalar1 sebebiyle bu elemanlarin
arizalari i¢cinde bulunduklar1 devrenin de gérevini yapmasini engeller. Role ve kontaktorlerle
ilgili en sik karsilasilan arizalar sunlardir:

Kontaklarin kapaliyken diren¢ gostermesi,
Kontaklarin kapaliyken ag¢ik devre gostermesi,
Kontaklarin mekanik olarak kopmasi,
Kontaklarin yapigmasi,
Role kontaklariin elastikiyetini yitirmesi,
Kontaklarin mekanik olarak hareket etmemesi, kapak nedeniyle sikismalar
bulunmasi,
Bobinlerin kavrulmasi,
Kontak yiizeylerinde, ark sonucunda bozulma meydana gelmesi,
Kontaklarin agilip kapanmasi sonucunda ark olusmasi, yiiksek gerilimli
akimlarin diger devrelerde enterferans ve ariza olusturmasi,
Role bobinine takilan koruma diyotlarinin kisa devre olmasi ya da bastirma
devrelerinde arizalar meydana gelmesi.
Role siiren elemanin kisa devre olmasi ya da kontaklarinin yapismasi,
Kontaktorlerin acilip kapanmalar1 esnasinda titresim yaratarak etraftaki
vidalarin gevsemesine neden olmalari,

Kontaklarin glimiis pasiyla kaplanmasi, direng gdstermest,

v VY ¥V VVV VVVVVY
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>

Kontaklarin koparak civar kartlarda ve baglant1 terminallerinde kisa devrelere
neden olmasi,

3-fazli sistemlerde bir kontagin tam olarak akimi gecirmemesi halinde motorun
donmesi engellenmis olur. Béylece motor asir1 akim ¢ekmeye baglar.
Kontaklarin genis yiizeyden degmemesi, yipranma sonucunda dar alandan
temas olmasi,

Kontaklardan asir1 akim ge¢mesi sonucunda kontak yiizeylerinin piiriizlii
olmasi, temizlik yapilmas1 sonucunda kontaklarda dar alanlarda akim
yogunlasmasina neden olabilecek ¢izilmeler meydana gelmesi,

Roéle veya kontaktor klemenslerinin kirilmasi, bobin tellerinin kopmasi.

3.5. Mikroislemcili Devrelerde Kilitlenme ve Alinacak Onlemler

Giiniimiiz teknolojisinde artik mikroislemcili devreler ¢ok yayginlasmis ve hemen
biitiin elektrik-elektronik cihazlarin i¢ine girmistir. Bu kadar yaygin kullanilan ve bir¢ok
cthaz i¢in bir kalp-beyin gorevi yapan mikroislemcili devrelerde sik sik kilitlenme sorunu
yasanmakta ve bu durum da bu devreleri barindiran cihazlarin ¢alismalarinin durmasina
neden olmaktadir.

3.6. Arizah Elektronik Kartlar1 (PCB) Onarma Teknikleri

Arizali elektronik kartlarin onarimi sirasinda dikkat edilecek hususlar ve onarma
teknikleri sunlardir:

V V¥V VVVV ¥V VY

YV VVYVY

Kart gozle fiziksel olarak kontrol edilmelidir.

Karta giren ¢ikan ve kart tizerindeki soketlerin, yerlerine dogru olarak takildig:
kontrol edilmelidir.

Kartlar basingli hava ile temizlenirken, ayar potlarmin ve diger hassas
elemanlarin deger degistirmemesine dikkat edilmelidir.

Elemanlarin, varsa renk degisimlerinin nedenleri incelenmelidir.

Bakir yollardan yanmig veya kavrulmus olanlar tespit edilmeli ve izlenmelidir.
Kart disaridan, uygun bir gii¢ kaynagi ile beslenebilir.

Girisi bagka kanala verme ve sinyal yoniinii degistirme metodu ile ariza
aranabilir.

Kart test pozisyonuna alinip devre i¢inde oldugu durumda, teknik
dokiimanlarina uygun olarak test edilebilir.

Bilhassa ayaklar1 giimiis kapli elemanlar, oksitlenmis réle kontaklari
temizlenmelidir.

Kart tizerindeki 1s1ya duyarl elemanlar uyarilarak ariza takibi yapilmalidir.
Kisa devreler, atlamalar, anahtar pozisyonlari kontrol edilmelidir.

Elektronik kartlar, gerek eleman bazinda test yapan genel maksatli, gerekse tim
fonksiyonlarini test edebilen 6zel amagli sistemlere baglanarak test edilmelidir.
Kartlar, dikkatli olunmak kaydiyla diger bir muadil cihaza takilarak da
fonksiyon yoniinden test edilebilir.

66



Kimyasal s1vi1 ihtiva eden kondansator ya da 1sidan etkilenen elemanlar1 kart
tizerindeki 1s1 yayan malzemelerden uzaklagtirmak gereklidir.

Kart tizerindeki bataryalarin gerilimlerinin kontrol edilmesi gereklidir.

Kart beslemelerinin limitler dahilinde olduguna emin olunmalidir.

Arizaya neden olabilecek, enerji yayan elemanlarin etkileri en aza indirilerek
ariza giderilmelidir.

Kartta ¢atlaklarin olugsmamasina ve delik i¢i kaplamalarin bozulmamasina
dikkat edilmelidir.

Ariza durumunda, kart tizerindeki programlanabilen elemanlar kart devre
tizerindeyken cihazin kendi yazilimi kullanilarak veya 6zel programlama aletleri
kullanilarak programlanmalidir.

Kartlarin hata tamponlar1 6zel cihazlarla okunmali veya hatalar1 gésteren
gostergelere bakilmalidir. Arizalar miiteakiben bu verilere gore aranmali ve
giderilmelidir.

Elemanlari takarken ayak baglantilarinin kart tizerindeki karsiliklarina
uydugundan emin olunmalidir.

Bilhassa entegre devrelerden ayn1 ayak sayisini tastyan ve ayni koda sahip
olanlar1 birbirine karistirilmamalidir.

Kart tizerindeki anahtarlarla oynanmamalidir. Bu durumlar1 dogru bir sekilde,
her ihtimale kars1 bir yere kaydedilmelidir.

Karti yerine takarken dis baglantilar ve kilitleme kollar1 unutulmamalidir.
Kart tizerinde 6l¢lim yaparken tercihen uzatma kartlar1 kullanilmalidir.
Onarim esnasinda karttan sarkan kablolarin yorularak kirilmalarina meydan
vermemek icin onlar1 bantla karta sabitlenmelidir.

Kart mekanik stres altina sokulmamalidir. Catlaklara ve kirilmalara sebep
olunabilir.

Fazlaca 1sinan elemanlarin montaji yapilirken karttan uygun miktarda
uzaklastirilmalidir.

Entegre devreleri soketlere dogru yonde yerlestirilmelidir.

Arizal kart yerine yeni kart takarken yeni kartin versiyon numarasina, parca
numarasina bakilmali ve iizerinde gerekli diizenlemeler yapilmalidir.

Kart yerine yerlestirilirken, etraftaki komsu kartlarin ve konnektérlerin hasar
gormesi onlenmelidir.

Kart tizerinde ikaz ve bilgi i¢in konulmusg sesli ve gorsel uyari elemanlarinin ne
ise yaradig1 6grenilmelidir.

Elektriksel giirtiltiiye, 1s1 birikmesine ve benzeri olumsuz etkilere karsi alinmis
tedbirler ortadan kaldirilmamalidir.

Yapilan modifikasyonlar cihazin ilgili dokiimanina ilistirilmelidir.

Kartlar1 sogutan sistemlerin ¢alisir olmasina ve toz filtrelerinin temiz
bulundurulmasina dikkat edilmelidir. Aralikli olarak kontrolleri yapilmalidir.
> Kartlar metal govdeye metal vida ile tutturuluyorsa gerekli olabilecek izolator
ve ayirict elemanlar (borular ve benzeri elemanlar) kullanmaya 6zen
gosterilmelidir.

YV V VVV V

vV ¥V ¥V VYV VvV ¥V VVV VYV V V¥V A\

Y V

Hasarl1 ya da atil durumdaki kartlarin tizerindeki soketli malzemelerin degisimini
yapiniz.
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Kart iizerindeki hasarh yol icin alternatif yol olusturun:

VVVVVY

Uygun kablo secin.

Kablo ucunu baglanti yeri ve yapisina gore acin.
Kablonun bir ucunu adaciga lehimleyin.

Diger adacik icin iletim yoluna gore kabloyu sekillendirin.
Kabloyu silikon ile sabitleyebilirsiniz

Adaciga lehimleyin, saglamhgini kontrol edin.

3.7. Elektrik Motorlarinin Elektronik Elemanlarla Kontroliine
Ornek

Manyetik Rezonans ve Tomografi cihazi masalarinin siiriilmesi, bilgili olmayan
personel i¢in ¢ogu zaman problem olmakta ve zorluk ¢ikarmaktadir. Halbuki bu masalarm
stiriilme metotlarinin bilinmesi ile bu problemler ortadan kaldirilabilir. Manyetik Rezonans
ve Tomografi cihazlar1 masalarinin siiriilmeleri maddeler halinde su sekilde 6zetlenebilir:

>

Her iki yone hareket i¢in;

Cift yonlii DC motor,

Elektrikli debriyaj,

Elektrikli frenler,

Kayslar,

Disli makaralar,

Takometre,

Gostergeler,

Arabirim tiniteleri,

Gii¢ kaynaklari,

Tuslar ve elektronik titresim (debouncing) alic1 devreler,
Elle serbest birakma anahtarlar1 (ytizer pozisyon) kullanilir.

Hareket icin mekanik tustan bilgi 6nce bilgisayara gider, bu bilgi bilgisayarda
islendikten sonra motor siiren devreye doner. Biitiin iletisim seri/paralel ve
paralel/seri seklinde yiiriitilmektedir.

Bilgisayara su bilgiler gonderilir:

Donii bilgisi (darbeler),
Doénti yonii bilgisi,
Asir1 akim gekiliyor bilgisi.
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Motor siirme devresinin katlari;

Cikas transistorleri (¢ikis kati),
Transistor siirme devreleri,

Asir1 akim sezici devre elemanlari,
Giris devreleri ve arabirim devreleri.

Bilgisayar veya elle kontrollii olarak masa su sekilde siiriiliir: Masa tizerindeki
tusa her basista masa tist kismi kisa mesafeli bir adim atip duruyorsa ya asir1
akim cekiyordur ya da takometre darbe géndermiyordur. Takometre kapal1 bir
modiildiir ve i¢inde flamanli bir lamba bulunmaktadir. Isik kesme temelli bir
optik yapiya sahiptir. Bu lamba arizal1 ise masa adim adim hareket eder, siirekli
bir ilerleme elde etmek miimkiin olmaz. Kontroller sirasinda mekanik sikisma
olmadigina ve debriyajin doniiyli motordan kayisa ilettigine emin olunmalidir.
Ayrica elektrikli frenler hareket halindeyken biraktirilmamalidir. Frenler
yazilim kontrollii oldugundan problemli bir konumda ¢ekili kalir. Manuel
serbest birakmada frenler tizerinde yazilim kontrolii olmaz. Takometre diski
yayl bir kuvvet tarafindan dénii makarasina temas halindedir. Buradan
ayrilarak serbest hale getirilir ve elle dondiiriiliirse ¢ikisinda ince darbeler
(pulse’lar) tiretir. Ancak lamba yaniksa bu miimkiin olmaz. Cikistaki bu dar
genislikli darbeleri gormek icin skop kullanilmalidir. Darbeler {iretiliyorsa
gostergedeki rakamlar degisir.

Tusa basildiginda,

Frenler biraktirilir.

Debriyaj (coupling) aktive edilir.
Motor siiriiliir (bir yone doniis baslar).
Dénii yonii ve donii darbeleri gozlenir.
Mesafe gostergesi degisir.
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UYGULAMA FAALIYETLERI

Elektronik kart ariza tespiti ve degisimini yapma

islem Basamaklari Oneriler
> Elektronik kart ariza analizi i¢in gerekli
ortami diizenleyiniz.
»  Faaliyet i¢in kullanilacak bir cihaz Antistatik ~ malzemelere  dikkat
temin ediniz. ediniz.
> Arizali oldugu bilinen ya da varsayilan Lehimleme ve Baski  Devre
kartin cihaz blok semasinda yerini modiiliinden yararlanabilirsiniz
tespit ediniz. Karttin blok semasint iyi analiz
> Cihaz etiket bilgilerini ve c¢alisma ediniz.
ozelliklerini inceleyiniz.
> Arizal1 kart semasini inceleyiniz. Olgme noktalarini  blok semada
> Degisim karar1 vererek kart isaretleyerek calisiniz.
baglantilarini tekrar kontrol ediniz.
> Arizali kart1 sokiiniiz. Analolog Devre Elemanlar1
> Kartin islevi ile ilgili blok sema modiiliinden yararlanabilirsiniz.
tizerinde 6l¢tim noktalarim belirleyiniz. | )
> Katlar ‘a.l‘.’:‘l.SlI}da‘,' girly  ve  gikig Farkli  cihazlarda, farkli kartlarin
sinyallerini olgungz. degistirilmesini deneyebilirsiniz. ‘
> Arizal1 kismi tespit etmeye caliginiz. ARASANAAR : :
»  Kart1 tekrar yerine takiniz.
> Baglantilarin1 yapimiz.
> Harici fonksiyon testlerini yapiniz.
»  Arnza formu doldurunuz.
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KONTROL LIiSTESI

Degerlendirme Olgiitleri Evet Hayir

Caligma ortamini diizenlediniz mi?

Antistatik malzemeleri tespit ettiniz mi?

Cihazin blok semasini takip edebildiniz mi?

Secilen cihazin kart baglantilarinin kontrollerini dncelikli
olarak yaptiniz mi?

Kart1 yerinden ¢ikarabildiniz mi?

Kart iizerinde blok blok giris ¢ikis sinyallerini Sl¢tiinliz mii?

Kart1 dogru bi¢imde yerine yerlestirdiniz mi?

Kartin baglantilarini dogru taktiniz mi1?

Calisma sonuglarini ve ariza miidahalelerini kaydettiniz mi?

Ariza formu doldurabildiniz mi?

Yapilan degerlendirme sonunda hayir seklindeki cevaplarimizi bir daha goézden
geciriniz. Kendinizi yeterli gormilyorsaniz 6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarinizin
tamamui evet ise bir sonraki l¢gme sorularina geginiz.
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OLCME VE DEGERLENDIiRME

Asagidaki sorulara dogru yanlis olarak cevap veriniz.
Insan ve bir cisim siirtiiniiyorsa, insan devamli —(eksi) yiik ile yiiklenir.

A) Dogru B) Yanlis

Sekildeki entegre, kartlara Surface Mount Type tipi yerlestirme ile takilir.
A) Dogru B) Yanlis
Arizal1 kartlara miidahale yontemlerinden biride kisa devre testidir.
A) Dogru B) Yanlhs

Girtltiye karsi bir nlem olarak TTL ailesinden olan elemanlarin V¢ ve sasesi arasina
100 nanofarad kapasitdr baglanmalidir.

A) Dogru B) Yanlis
Antistatik sprey, ylizeyi antistatik hale getimez, tozdan arindirir.
A) Dogru B) Yanlis

Programli malzeme testi; gerektiginde yeni bir malzemeye program aktarimimin
yapilmasi, program yazma / programa miidahale islemlerini kapsar.

A) Dogru B) Yanlis

V-I Test ile arizali kartta asagidaki islemlerden hangisi yapilmaz?
A) Saglam kartin referans alinarak, arizal kart ile karsilastirilmasi,
B) PCB iizerindeki her tiirli diyot, direng, transistor, kondansatér, trafo, entegre vb.
malzemelerin akim - gerilim (empedans) karakteristiklerinin yansitilmast,
C) Kart degisimi
D) Malzeme hatalari, yol kopuklari, agik/kisa devreler, malzemelerdeki deger
kayiplari, yanlis baglantilar vb. arizalarin tespiti
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8. Arnizali kart tizerindeki entegre 1sinmis ama cihaz tekrar ¢aligmaya donmiis ise asagidaki
durumlardan hangisi olusmus olabilir?
A) Ic yanmustir.
B) Giris cikis yiikleri artip azalmastir.
C) Ic bacaklar1 kopmustur.
D) Cihaz yazilimt bozulmustur.

9. Asagidakilerden hangisi role ve kontaktorlerle ilgili arizalardan degildir?

A) Kontaklarin kapaliyken diren¢ gostermesi

B) Entegre devreleri soketlere dogru yerlestirilmemesi
C) Kontaklarin kapaliyken agik devre gostermesi

D) Kontaklarin mekanik olarak kopmasi

10. Elektrik motorlarin siiriilmesinde bilgisayara hangi bilgiler gonderilebilir?
A) Donii bilgisi (darbeler)
B) Donii yonii bilgisi
C) Asin akim cekiliyor bilgisi
D) Motor katolog bilgisi

DEGERLENDIRME

Sorulara verdiginiz cevaplar ile cevap anahtarimi karsilastiriniz, cevaplariniz dogru ise
bir sonraki 6grenme faaliyetine ge¢iniz. Yanlis cevap verdiyseniz 6grenme faaliyetinin ilgili
boliimiine donerek konuyu tekrar ediniz.
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